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Sun SPARC Enterprise T2000 サー
バ 設置計画マニュアル

このマニュアルでは、サーバの設置を計画する際に必要な仕様および設置場所の要件
について説明します。 

安全性と適合性に関する情報については、『Sun SPARC Enterprise T2000 Server 
Safety and Compliance Guide』および使用しているサーバに付属のマニュアルを参
照してください。

このマニュアルは次のセクションで構成されています。

■ 2 ページの「物理仕様」
■ 2 ページの「保守用スペース」
■ 3 ページの「環境仕様」
■ 3 ページの「電源要件」
■ 4 ページの「音響ノイズの放出」
■ 4 ページの「適合規格の仕様」
■ 4 ページの「推奨する動作環境」
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物理仕様

保守用スペース

寸法 ヤード法 メートル法

幅 17.3 インチ 440 mm

奥行 24.3 インチ 617 mm

高さ (2 ラックユニット) 3.5 インチ 89 mm

おおよその重量 (PCI カードおよびラック搭載
なし)

40 ポンド 18 kg

説明 仕様

システム正面のスペース 91 cm (36 インチ)

システム背面のスペース 91 cm (36 インチ)
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環境仕様

電源要件
サーバには、自動レンジ調節機能付き電源装置が 2 台搭載されています。電源装置の
冗長動作を確実にするため、2 本の電源コードは別々の AC 回路に接続してくださ
い。 

仕様 動作時 非動作時

動作時の温度:
• 海抜 900 m (3000 

フィート) までの地点

• 海抜 900 m (3000 
フィート) を超える地
点

• 5 ～ 35 °C (41 ～ 95 °F)

• 最高温度は、高度が 300 m 
(1000 フィート) 上がるごと
に、1 °C (1.6 °F) ずつ下がる

-40 ～ 60 °C

-40 ～ 60 °C

湿度 20 ～ 80% RH、
結露なし、
27 °C 湿球温度、
IEC 60068-2-3&56

98% RH 38 °C、
結露なし、
IEC 60068-2-3&56

高度 0 ～ 3,000 m (0 ～ 10,000 フィー
ト)
IEC 60068-2-13

0 ～ 12,000 m (0 ～ 40,000 
フィート)
IEC 60068-2-13

振動 0.2 G、掃引正弦 5 ～ 500 ～ 
5Hz、1 オクターブ/分、全方
向、IEC 60068-2-13

1.0 G、掃引正弦 5 ～ 500 ～ 
5Hz、1 オクターブ/分、全方
向、IEC 60068-2-13

衝撃 ピーク値 5 G、11 ms、半正弦
パルス、IEC 60068-2-27

ピーク値 30 G、11 ms、半正弦
パルス、IEC 60068-2-27

説明 仕様

動作入力電圧範囲 100 ～ 240 VAC、50 ～ 60 Hz

最大動作入力電流 100 ～ 120 VAC 時 4.5 A
200 ～ 240 VAC 時 2.25 A

最大動作入力電力 450 W

最大放熱量 1,365 BTU/時 (1,440 KJ/時)
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音響ノイズの放出
音響ノイズは、ISO 9296 標準に準拠しています。

適合規格の仕様
適合規格の仕様の全リストは、『Sun SPARC Enterprise T2000 Server Safety and 
Compliance Guide』を参照してください。

推奨する動作環境
環境制御システムは、3 ページの「環境仕様」に指定された制限に適合する冷却用空
気をサーバに供給する必要があります。 

過熱を防止するため、次の方向に暖かい空気が流れないようにしてください。 

■ サーバの正面吸気口
■ サーバのアクセスパネル

注 – システムが到着したら、設置する環境にシステムを置いてください。設置場所
で、梱包を解かずに 24 時間放置してください。この休止期間によって、温度衝撃お
よび結露を防ぐことができます。

システムは、3 ページの「環境仕様」に示した動作環境の制限値内で動作させた場合
に、すべての機能要件を満たすことがテストによって確認されています。温度または
湿度が制限値を超えている環境でコンピュータ装置を動作させると、ハードウェア部
品の障害発生率が高くなります。部品の障害発生率を最小限にとどめるため、最適な
温度および湿度範囲内でサーバを使用してください。

説明 モード 仕様

LwAd (1 B = 10 dB) 動作時の音響ノイズ
アイドリング時の音響ノイズ

7.7 B
7.7 B

LpAm (バイスタンダ位置) 動作時の音響ノイズ
アイドリング時の音響ノイズ

62 dB
62 dB
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電源

各電源装置を個別の回路に接続することをお勧めします。個別に接続すると、1 つの
回路に障害が発生してもシステムは動作を続けることができます。詳細な要件につい
ては、使用地域の電気に関する条例を調べてください。

周囲の温度

システムの信頼性を保つことのできる最適な周囲温度の範囲は、21 ～ 23 ºC (69.8 ～ 
73.4 ºF) です。22 ºC (71.6 ºF) では、安全な相対湿度の維持が容易です。環境サポート
システムに障害が発生した場合でも、この温度範囲内で動作していれば、すぐに危険
な状態になることはありません。

周囲の相対湿度

データ処理を行うために最適な周囲の相対湿度は、45 ～ 50% です。これには、次の
理由があります。

■ 腐食を防ぐことができます。
■ 環境制御システムが故障した場合でも、サーバはしばらくの間動作できます。
■ 静電放電による断続的な妨害によって発生する障害を防止することができます。

静電放電は、相対湿度が低すぎると発生します。

相対湿度が 35% より低い環境では、静電放電 (ESD) が発生しやすく、除去も難しく
なります。相対湿度が 30% より低いと非常に危険になります。
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通気に関する考慮事項
■ シャーシの通気が妨げられていないことを確認してください。 

■ 空気が、サーバの正面から吸気され、背面に排気されることを確認してくださ
い。 

■ サーバの吸気および排気の両方に使用されるキャビネットドアなどの通気口に
は、それぞれ 235 cm2 (34.3 平方インチ) 以上の開口部があることを確認してくだ
さい。これは、サーバの正面側および背面側の面 (440 mm × 89 mm = 17.3 イン
チ× 3.5 インチ) に、その 60% にあたる開口部有孔パターンがあることと等しくな
ります。開口部がより制限された場合のその他の影響については、ユーザー自身
で評価してください。

■ サーバを取り付けるときには、システムの正面に 5 mm (0.2 インチ) 以上、サーバ
の背面に 80 mm (3.1 インチ) 以上のスペースが必要です。このスペースの値は、
前述の吸気および排気のインピーダンス (使用可能な開口部分) に基づいたもの
で、開口部が吸気および排気面に均一に分散していると仮定しています。冷却パ
フォーマンスを高めるために、さらに広いスペースを確保することをお勧めしま
す。

注 – キャビネットドアやドアからサーバまでのスペースなど、吸気および排気に関
する制限の組み合わせは、サーバの冷却パフォーマンスに影響を与える可能性がある
ため、ユーザーが評価する必要があります。

■ ラックまたはキャビネット内で排気が再循環しないように考慮してください。

■ サーバの排気口の妨げにならないように、ケーブルをまとめてください。

■ システムを通過する空気の温度上昇が、約 10 ºC (18 ºF) であることを確認してく
ださい。
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